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(57) Resumo: COMPOSICAO DE RESINA FOTOSSENSIVEL
PARA UMA PLACA DE IMPRESSAO FLEXOGRAHCA, ESTRUTURA
DE RESINA FOTOSSENSIVEL, E, PLACA DE IMPRESSAO
FLEXOGRAFICA DE REVELAGAO POR SOLVENTE OU DE
REVELAGAO TERMICA Prové-se uma composicdo de resina
fotossensivel para uma placa de impresséo flexografica de revelagao
por solvente ou de revelagdo térmica, a composicdo de resina
fotossensivel compreendendo: (a) um copolimero em bloco contendo
um bloco polimérico tendo dieno conjugado como um componente
principal e um bloco polimérico tendo um hidrocarboneto vinil
aromatico como um componente principal; (b) um mondmero
fotopolimerizavel; (¢) um iniciador de fotopolimerizagdo; e (d) um
composto organossilicio. Uma composicdo de resina fotossensivel
para impressdo em que o composto organossilicio é um dleo de
silicone contendo um grupo especifico é preferivel, e uma composi¢éo
de resina fotossensivel para impressdo em que o composto
organossilicio € um dleo de silicone contendo um grupo amino ou um
grupo arila € mais preferivel.
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"COMPOSICAO DE RESINA FOTOSSENSIVEL PARA UMA PLACA DE

IMPRESSAO  FLEXOGRAFICA, ESTRUTURA DE’ RESINA

FOTOSSENSIVEL, E, PLACA DE IMPRESSAO FLEXOGRAFICA DE

REVELACAO POR SOLVENTE OU DE REVELACAO TERMICA"
CAMPOQ TECNICO

A presente invengdo refere-se a uma composi¢cdo de resina
fotossensivel para uso em uma placa de impresséo flexografica.

TECNICA ANTECEDENTE

As composigdes de resina fotossensivel comuns para impressdo
flexografica geralmente contém um elastémero termoplastico, um mondmero
insaturado fotopolimerizavel e um iniciador de fotopolimerizagéo.

A estrutura para a placa de impressdo flexografica inclui um
filme de poliéster ou semelhante como um suporte, a composi¢do de resina

fotossensivel disposta sobre o mesmo, e ainda inclui, se requerido, . uma

camada de prote¢do visando um contato liso € plano com um filme negativo

disposto sobre a composi¢do de resina fotossensivel, ou uma camada de

blindagem contra raios-ultravioletas que contém uma substincia sensivel a
raio-infravermelho e pode ser removida por ablagio com laser infravermelho.
Para fabricar a placa de impressdo flexogrifica a partir desta
estrutura de resina fotossensivel para a placa de impressio flexogréfica, toda a
superficie da estrutura € primeiro submetida 3 exposicio de raios-ultravioletas
(retro-exposigdo) através do suporte para fotopélimerizar a composi¢do de
resina para fazer uma camada curada fina uniforme. Entdo, através do filme
negativo ou diretamente de cima da camada de blindagem contra raios
ultravioleta, a camada de resina fotossensivel é submetida a uma exposi¢do de
imagem (exposigdo em relevo); e as partes ndo expostas s3o lavadas com um
solvente de revelagdo (a seguir referido como revelagio pdr solvente), ou a

camada de resina € levada ao contato com uma camada absorvente como um
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pano ndo tecido que pode absorver as partes ndo expostas aquecidas a 40°C a
200°C e a camada absorvente € removida para remover as partes nio expostas
(a seguir referida como revelagdo térmica). A seguir, a superficie da estrutura
de resina, sobre a qual sdo formadas as irregularidades, é submetida a uma
pos-exposi¢do para confeccionar a placa de impressdo flexogréfica, que é um
método de fabricagdo geral.

A impressdo usando a placa de resina fotossensivel para a
impressdo flexografica € realizada com um sistema em que a tinta §é
alimentada por um rolo de alimentag&o de tinta ou semelhante sobre as partes
convexas da superficie da placa de impressdo em que as irregularidades so
formadas e a placa de resina é colocada em contato com um material a ser
impresso para transferir a tinta sobre a superficie das partes convexas para o
material a ser impresso. Nesta impressdo flexografica, quando a impresséo
continua durante um longo tempo, a tinta as vezes adere as partes da projecio

das partes convexas de uma placa de impressdo. Além disso, em alguns casos,

a tinta penetra nas partes concavas da placa de impressdo (a seguir referida

como borrdo na superficie da placa de impress&o); € um padrio ¢ impresso em
partes que ndo estdo incluidas em um padrio original. Neste caso, a impreéséo
¢ logo suspensa e a superficie da placa de impressdo deve ser esfregada com
um pano usando um liquido de lavagem como um 4lcool, o que &
economicamente desvantajoso.

Varios métodos de suprimir borrdes na superficie da placa de
impressdo foram propostos.

O Documento de Patente 1 propde um método em que um
liquido misto de um material repelente a tinta e uma resina aquosa é aplicado
sobre uma superficie da placa de impressdo. |

O Documento de Patente 2 propde um método em que uma

resina fotossensivel para impressdo flexografica é colocada em contato com
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uma solugfo contendo um composto de silicio ou um composto de fliior antes
do processo de pds-exposi¢do na confeccdo de cliché de resina.

O Documento de Patente 3 propde um método em que um
liquido contendo um composto de silicio modificado ou um composto de
flior € colocado em contato com uma placa de resina fotossensivel de
revelagdo com agua para impressdo tipografica apds o processo de exposigio
na confecgéo do cliché da placa.

As técnicas dos Documentos de Patente 1 a 3 acima necessitam
de um prdcesso adicional em que uma superficie da placa de impressdo é

levada ao contato com um componente repelente a tinta durante o processo de

confecgéo do cliché ou apés a confecgdo do cliché. Além disso, este processo

de contato causa, as vezes, variagdes no efeito de prevenir os borrdes na
superficie da placa de impressdo, dependendo do tempo de contato, area de
contato e outros.

O Documento de Patente 4 propde uma composi¢do de resina

fotossensivel para materiais de base de impressio que contém uma resina

tendo um peso molecular de ndo menos do que 1.000 e ndo maior do que
200.000 e tendo um grupo insaturado polimerizavel, e um composto de
organossilicio tendo uma ligagdo Si-O e é capaz de ser gravado a laser. Ele
propde, como um exemplo, uma composi¢io de resina contendo uma resina
liquida tendo uma polaridade e um peso molecular de 10.000 e contendo um
composto de organossilicio tendo uma ligagdo Si-O. A composi¢do ndo tem
necessariamente transparéncia suficiente e resisténcia de escoamento a frio
porque ela visa 0 uso como materiais de base de impressdo por gravagdo a
laser.

O Documento de Patente 5 propde uma composi¢io contendo
flor, cloro e silicio e contendo um composto hidrofébico copolimerizavel

com um material polimerizével. No entanto, uma vez que a resina aplicavel ¢
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limitada a uma resina liquida ou pastosa, a composigdo tem um problema de
ser inferior em reprodutibilidade de imagem:. |

Documento de Patente 1: Patente japonesa acessivel ao publico
2002-292985

Documento de Patente 2: Patente japonesa acessivel ao publico
n”. 2005-84418

Documénto de Patente 3: WO 05/64413

Documento de Patente 4: WO 05/70691

Documento de Patente S: Patente japonesa acessivel ao publico
06-186740

DESCRICAO DA INVENCAQ

Problemas a serem resolvidos pela invencdo

Como descrito acima, na estrutura de resina fotossensivel para
impressdo flexografica, uma vez que uma matriz com irregularidades é obtida

através de um processo de exposig¢do (fotopolimerizagdo) e um processo de

revelagdo, a transparéncia da composi¢io de resina fotossensivel ¢

importante. Além disso, a estrutura de resina fotossenvivel para impressdo
ﬂexogréﬁca deve passar por armazenamento e transporte antes do processo de
exposi¢do e do processo de revelagdo apoés a fabricagdo. Assim, mesmo se
calor e carga afetarem a estrutura nos estagios de armazenamento e transporte,
a estrutura deve apresentar uma propriedade de manter sua forma (resisténcia
ao escoamento a frio). Assim, nenhum método foi proposto, em que um
composto de organossilicio é adicionado em uma composigdo fotossensivel
contendo um copolimero em bloco substancialmente hidrofébico. Isto é
porque quando um composto organossilicio é adicionado a um copolimero em
bloco, o copolimero tem problemas de diminuigdo na transparéncia e
resisténcia ao escoamento a frio.

Como descrito acima, ndo foi obtida nenhuma estrutura de resina
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fotossensivel que possa prevenir os borrdes na superficie da placa da
impressdo enquanto mantendo um resisténcia ao escoamento a frio,
transparéncia e reprodutibilidade de imagem.

Conseqiientemente, um objeto da presente invengdo consiste em
prover uma composi¢@o de resina fotossensivel atendendo simultaneamente a
(1) uma alta resisténcia ao escoamento a frio da estrutura de resina
fotossensivel, (2) uma alta transparéncia da composicdo de resina
fotossensivel, (3) uma alta reprodutibilidade de imagem da placa de
impressdo, e (4) um alto efeito de prevenir os borrdes na superficie da placa
de impressio.

MEIOS PARA RESOLVER OS PROBLEMAS

Como um resultado de estudos exaustivos para resolver os
problemas descritos acima, os presentes inventores verificaram que os
problemas descritos acima podem ser resolvidos, sem adicionar qualquer

processo adicional, ao produzir uma composicio de resina fotossensivel

contendo um composto organossilicio, levando, assim, a obtengdo da presente

invengdo.

Isto €, a presente inveng&o é como a seguir:

1. Uma composigdo de resina fotossensivel para uma placa de
impresséd flexografica de revelagdo por solvente ou de revelagdo térmica,
compreendendo:

(@) um copolimero em bloco compreendendo um bloco
polimérico tendo um dieno conjugado como um componente principal e um
bloco polimérico tendo um hidrocarboneto vinil aromatico como um
componente principal;

(b) um mondmero fotopolimerizavel;

(¢) um iniciador de fotopolimerizagdo; e

(d) um composto organossilicio.
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2. A composigdo de resina fotossensivel de acordo com 1 acima,
em que o composto organossilicio (d) compreende um 6leo de silicone tendo
uma unidade siloxano.

3. A composig@o de resina fotossensivel de acordo com 2 acima,
em que o composto organossilicio (d) compreende um grupo amino ou um
grupo arila.

4. A composigdo de resina fotossensivel de acordo com 2 acima,
em que o composto organossilicio (d) compreende um grupo aralquila.

5. A composigéo de resina fotossensivel de acordo com 2 acima,
em que o composto organossilicio (d) compreende um grupo amino.

6. A composigdo de resina fotossensivel de acordo com 5 acima,
em que o cbmposto organossilicio (d) tem um grupo amino equivalente de
300 g/mol a 1.000 g/mol.

7. A composigio de resina fotossensivel em qualquer um de 1 a 6

acima, em que o copolimero em bloco (a) compreende um bloco polimérico

tendo butadieno como um componente principal e um bloco polimérico tendo

um hidrocarboneto vinil aromatico como um componente principal.

8. A composi¢do de resina fotossensivel em qualquer umde 1 a 6
acima, em que a composi¢do de resina fotossensivel tem um teor de composto
organossilicio (d) em uma faixa de 0,05% em peso a 1,0% em peso.

9. A composi¢do de resina fotossensivel para uma placa de
impresséo flexografica de revelagio por solvente ou de revelagdo térmica de
acordo com qualquer um de 1 a 7 acima, em que a composigdo compreende
69 a 95% em peso do componente (a), 1 a 20% em peso do componente (b),
0,1 a 10% em peso do componente (c) e 0,05 a 1,0% em peso do componente
(d) com base em 100% em peso de uma soma dos componentes (a), (b), (c) e
(d) na composigao. |

10. A composi¢do de resina fotossensivel de acordo com
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qualquer um de 1 a 9 acima, em que a composigdo de resina fotossensivel tem
um teor de vinila de nZo menos do que 40 mols% com base em uma
quantidade total de uma borracha liqﬁida de dieno conjugado contida na
composicao.

11. A composicdo de resina fotossensivel de acordo com
qualquer um de 1 a 9 acima, em que a composi¢do de resina fotossensivel
compreende uma borracha liquida de dieno conjugado e em que pelo menos
uma borracha liquida de dieno conjugado tem um teor de vinila de nfo menos
do que 40 mols%.

12. A composi¢do de resina fotossensivel de acordo com
qualquer um de 1 a 11 acima, em que o copolimero em bloco (a) compreende
uma unidade alquileno.

13. A composigdo de resina fotossensivel de acordo com
qualquer um de 1 a 12 acima, em que pelo menos um copolimero em bloco
(a) contido na composi¢éo de resina fotossensivel tem um pelo molecular
médio numérico de mais do que 200.000.

14. A composi¢do de resina fotossensivel de acordo com
qualquer um de 1 a 13 acima, em que pelo menos um mondmero
fotopolimerizavel (b) compreende 2 mols de um grupo metacrilato por uma
molécula e em que a composi¢do de resina fotossensivel compreende ndo
menos do que 2,0% em peso do mondmero fotopolimerizavel (b).

15. Uma estrutura de resina fotossensivel para uma placa de
impressdo flexografica de revelagdo por solvente e revelagdo térmica, a
estrutura compreendendo uma construg@o laminada compreendendo:

um suporte; e

uma camada da composi¢do de resina fotossensivel, de acordo
com qualquer um de 1 a 14 acima, moldada sobre uma superficie do suporte.

16. A estrutura de resina fotossensivel para uma placa de



10

15

20

25

impressdo de revelagdo por solvente e revelagio térmica de acordo com 15
acima, a estrutura compreendendo, sobre a camada da composigéo de resina
fotossensivel, uma camada de blindagem de raios ultravioleta que
compreende uma substéncia sensivel a raios infravermelhos e que € capaz de
remover com ablagdo com um laser de infravermelho.

17. Uma placa de impressdo flexografica de revelagio por
solvente e revelagdo térmica obtida por um processo usando a composicdo ou
a estrutura de acordo com qualquer um de 1 a 16 acima.

EFEITOS VANTAJOSOS DA INVENCAO

A composicdo de resina fotossensivel de acordo com a presente
invengdo atende simultaneamente a um efeito de prevengdo notavel dos
borrdes da placa de impressdo de uma placa de impresséo enquanto mantendo
uma alta resisténcia ao escoamento a frio da estrutura de resina fotossensivel,
uma alta transparéncia da composi¢io de resina fotossensivel e uma alta
reprodutibilidade de imagem da placa de impress3o.

| MELHOR MODOQO PARA REALIZAR A INVENCAO

A seguir, a presente invengdo serd descrita em detalhe centrada

nas formas de realizagio preferiveis.

A composi¢do de resina fotossensivel de acordo com a presente
invengdo compreende: (a) um copolimero em bloco contendo um bloco
polimérico tendo um dieno conjugado como um componente principal e um
bloco polimérico tendo um hidrocarboneto vinil aromatico como um
componente principal; (b) um mondmero fotopolimerizavel; (c) um iniciador
de fotopolimerizag&o; e (d) um composto organossilicio.

O copolimero em bloco (a) da presente invengdo deve conter
pelo menos um bloco polimérico tendo dieno conjugado como um
componente principal e pelo menos um bloco polimérico tendo um

hidrocarboneto vinil aromatico como um componente principal.
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O termo “como um componente principal” usado em todo este
relatorio significa um teor de ndo menos do que 60% em peso em um bloco.
Acima de tudo, o teor € preferivelmente ndo menor do que 80% em peso,
mais preferivelmente 90% em peso.

Exemplos de dieno conjugado podem incluir monémeros como
1,3-butadieno, isopreno, 2,3-dimetil-1,3-butadieno, 2-metil-1,3-butadieno,
1,3-hexadieno, 4,5-dietil-1,3-octadieno, 3-butil-1,3-octadieno e cloropreno.
Acima de tudo, 1,3-butadieno ¢ preferivel em vista da resisténcia ao desgaste.
Estes mondmeros podem ser usados unicamente ou em combinagdo de dois
ou mais dos mesmos. O teor de vinila na quantidade de butadieno total em um
bloco polimérico tendo dieno conjugado como um componente principal, por
exemplo, o teor de 1,2-butadieno e 3,4-isopreno, ndo €é especificamente
limitado. O teor de vinila é preferivelmente de 5 mols% a 50 mols% em vista
de que ele prové uma alta formabilidade de imagens finas de uma placa de

impressdo e uma alta resisténcia ao lascamento da placa de impressdo. O teor

‘estd mais preferivelmente em uma faixa de 8 mols% a 50 mols%, ainda mais

preferivelmente de 10 mols% a 40 mols%.

O peso molecular médio numérico do bloco polimérico tendo
dieno conjugado como um componente principal € preferivelmente de 20.000
a 250.000, porque ele prové uma alta resisténcia ao escoamento a frio e uma
alta resisténcia ao lascamento de partes convexas de uma placa de impresséo.
O peso molecular € mais preferivelmente de 30.000 a 200.000, ainda mais
preferivelmente de 40.000 a 150.000.

Para prover uma alta resisténcia da tinta ao solvente, o
copolimero em bloco (a) compreende preferivelmente uma unidade alquileno.
O método de introdugdo de uma unidade alquileno nfo é especialmente
limitado, mas inclui um método em que a matéria prima, mondmeros para um

copolimero em bloco, € polimerizada com monoolefinas como etileno e
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butileno e um método em que um bloco polimérico de dieno conjugado &
hidrogenado. Acima de tudo, a hidrogenagio do polimero em bloco de dieno
conjugado ¢ preferivel em vista de sua disponibilidade. O teor da unidade
alquileno no copolimero em bloco (a) é preferivelmente nio menor do que 5
mols% em vista de proporcionar uma alta resisténcia da tinta ao solvente, e
preferivelmente ndo maior do que 50 mols% em vista de proporcibnar uma
alta resisténcia ao lascamento de partes convexas de uma placa de impressao.
O teor estd mais preferivelmente em uma faixa de 10 mols% a 35 mols%,
ainda mais preferivelmente de 10 mols% a 25 mols%.

Uma vez que a alta reprodutibilidade de imagem e uma
resisténcia ao lascamento maior das partes convexas da placa de impressdo
sdo proporcionadaé, a unidade alquileno acima estd preferivelmente contida
no bloco polimérico tendo butadieno como o componente principal. Mais
preferivelmente, a por¢do de bloco polimérico tendo butadieno como um
componente principal € hidrogenada, e contém toda de uma unidade 1,4-
butadieno, uma unidade 1,2-butadieno (vinila) e uma unidade butileno
(alquileno). Mais preferivelmente, o bloco polimérico tendo butadieno como
um componente principal contém a unidade 1,4-butadieno em uma faixa de
25 mols% a 70 mols%, a unidade 1,2-butadieno (vinila) em uma faixa de 0
mols% a 50 mols% e a unidade butileno em uma faixa de 10 mols% a 50
mols%.

O dieno conjugado, teores de vinila de dieno conjugado e os
teores e relagdes de hidrocarboneto vinila aromético podem ser medidos
usando um aparelho de ressonancia magnética nuclear (1H-RMN).

| Exemplos de hidrocarboneto vinil aromatico podem incluir
mondmeros como estireno, t-butilestireno, divinilbenzeno, 1,1-difenilestireno,
N,N-dimetil-p-aminoetilestireno, N,N—dietil-p—aminoetilesti_reno, vinilpiridina,

p-metilestireno, butilestireno terciario, o-metilestireno e l,l-difeniletileno.
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Acima de tudo, estireno é preferivel em vista de uma estrutura de resina
fotossensivel capaz de ser moldada de modo liso e plano em uma temperatura
relativamente baixa (a seguir referida como alta moldabilidade). Estes
mondmeros podem ser usados sozinhos ou simultaneamente em dois ou mais
dos mesmos.

O peso molecular médio numérico do bloco polimérico tendo um
hidrocarboneto  vinil aromatico como um componente principal €
preferivelmente ndo maior do que 100.000 em vista de que imagens de
excelente qualidade podem ser formadas sobre uma placa de impresséo em
uma alta reprodutibilidade, e preferivelmente nio menor do que 3.000 devido
a estrutura de resina fotossensivel ter uma alta resisténcia ao escoamento a
frio. O peso molecular estd mais preferivelmente em uma faixa de 5.000 a
80.000, ainda mais preferivelmente de 5.000 a 60.000.

O teor de um hidrocarboneto vinil aromatico no copolimero em

bloco ¢ preferivelmente ndo maior do que 25% em peso tendo em vista uma

alta moldabilidade da composig¢do de resina fotossensivel, uma alta resisténcia

ao lascamento de partes convexas de uma placa de impressdo e uma alta
capacidade de manutengdo da dureza da placa de impress&o quando uma tinta
flexografica € aderida a placa de impressio. Por outro lado, o teor &
preferivelmente ndo menor do que 13% em peso em vista de uma alta
resisténcia ao escoamento a frio da estrutura de resina fotossensivel. O teor
estd mais preferivelmente em uma faixa de 15% em peso a 24% em peso,
ainda mais preferivelmente de 16% em peso a 23% em peso.

Como requerido, um bloco como um terceiro componente pode
ser incluido.

O peso molecular médio numérico de pelo menos um copolimero
em bloco (a) contido na composic;éo de resina fotossensivel € preferivelmente

ndo menor do que 200.000 devido a proporcionar uma alta resisténcia ao
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escoamento a frio da estrutura de resina fotossensivel e uma alta resisténcia ao
lascamento de partes convexas de uma placa de impressdo. O peso molecular
€ mais preferivelmente ndo menor do que 230.000.

O teor do copolimero em bloco (a) na composicdo de resina
fotossensivel € preferivelmente ndo menor do que 60% em peso com base em
100% em peso da soma dos componentes (a), (b), (c) e (d) na composigio de
resina fotossensivel de acordo com a presente invencéo, em vista de uma alta
resisténcia ao escoamento a frio da estrutura de resina fotossensivel e uma alta
resisténcia ao lascamento de partes convexas de uma placa de impressio, e
preferivelmente ndo maior do que 95% em peso devido & ficil moldabilidade
da composi¢do de resina fotossensivel. O teor estd mais preferivelmente em
uma faixa de 75% em peso a 90% em peso, ainda mais preferivelmente de
80% em peso a 90% em peso.

O monoémero fotopolimerizavel (b) da presente invengéo pode

incluir ésteres de acido acrilico, acido metacrilico, dcido fumarico e acido

‘maleico; derivados de acrilamida e metacrilamida; ésteres alilicos, estireno e

seus derivados; e compostos maleimida N-substituidos.

- Exemplos especificos podem incluir diacrilatos e dimetacrilatos
de alcanodi6is como hexanodiol e nonanodiol, diacrilatos e dimetacrilatos de
etileno glicol, dietileno glicol, propileno glicol, dipropileno glicol, polietileno
glicol e butileno glicol; tri (met) acrilato de trimetilolpropano, di (met)
acrilato de dimetiloltriciclodecano, (met) acrilato de isoboronila, (met)
acrilato de fenoxipolietileno glicol, tetra (met) acrilato de pentaeritritol, N,N’-
hexametilenobisacrilamida e N,N’-hexametilenobismetacrilamida, estireno,
vinil tolueno, divinilbenzeno, ftalato de diacrila, cianurato de trialila, éster
dietilico de &cido fumadrico, éster dibutilico de 4cido fumarico, éster de
fumarato de dioctila, éster diesterarilico de 4cido fumarico, éster butil octilico

de acido fumdrico, éster difenilico de 4cido fumdrico, éster dibenzilico de
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acido fumdrico, éster dibutilico de acido maleico, éster dioctilico de 4cido
maleico, éster bis (3-fenilpropilico de 4cido fumarico, éster dilaurilico de
acido fumarico, éster dibeenilico de acido fumarico e N-laurilmaleimida.
Estes podem ser usados unicamente ou em combinacdo de dois ou mais dos
mesmos.

O teor de monémero fotopolimerazavel (b) na composicdo de
resina fotossensivel é preferivelmente ndo menor do que 1% em peso com
base em 100% em peso da soma dos componentes (a), (b), (c) e (d) na
composi¢do de resina fotossensivel de acordo cdm a presente inveng¢do em
vista da alta resisténcia ao lascamento de partes convexas da placa de
impressdo e preferivelmente ndo maior do que 20% em peso em vista de uma
alta resisténcia ao escoamento a frio da estrutura de resina fotossensivel e uma
alta flexibilidade da placa de impressdo. O teor esta preferivelmente na faixa
de 2% em peso a 15% em peso, ainda mais preferivelmente de 4% em peso a
12% em peso.

Em vista da superior resisténcia ao lascamento de partes

convexas da placa de impressdo, a composicio de resina contém

preferivelmente ndo menor do que 2,0% em peso de um monémero tendo 1
mol de um grupo metacrilato.
O iniciador de fotopolimerizagdo (c) da presente inven¢do é um

composto que absorve a energia da luz e gera radicais e vérios tipos bem

conhecidos dos mesmos podem ser usados. Varios tipos de compostos

carbonila orgénicos especialmente compostos carbonila aromaticos, sdo
apropriados.

Exemplos apropriados podem incluir benzofenona, 4,4-
bis(dietilamino)  benzofenona; t-butilantraquinona,  2-etilantraquinona;
tioxantonas como 2,4-dietilti6xantona, isopropiltioxantona e 2,4-

diclorotioxantona; acetofenonas como dietoxiacetofenona, 2,2-metoxi-
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fenilacetofenona, 2-hidréxi-2-metil-1-fenilpropan-1-ona, dimetil benzil cetal,
1-hidroxiciclohexil-fenil cetona, 2-meti1—2-morfolino (4-tiometilfenil) propan-
l-ona e 2-benzil-2-dimetilamino-l-(4—morfolinofenil)—butanona; éteres de
benzoina éomo éter metilico de benzoina, éter etilico de benzoina, éter
isopropilico de benzoina e éter isobutilico de benzoina; 6xidos de acetilfosfina
como oOxido 2,4,6-trimetilbenzoil difenil fosfina, oxido bis (2,6-
dimetoxibenzoil)-2,4,4-trimetilpentilfosfina e 6xido bis (2,4,6-trimetilbenzoil)
-fenilfosfina; formato de metilbenzoila; 1,7-bisacridinil heptano; e 9-
fenilacridina. Estes podem ser usados sozinhos ou em combinagdo de dois ou
mais dos mesmos.

O teor de iniciador de fotopolimerizagdo (c) est4 preferivelmente
em uma faixa de 0,1% em peso a 10% em peso com base em 100% em peso
da soma dos componentes (a), (b) (c) e (d) na composi¢do de resina
fotossensivel de acordo 'com a presente inven¢do em vista de uma alta

reprodutibilidade de pontos e caracteres de excelente qualidade e da

transmitincia de luz ativa como raios ultravioleta mantida em uma faixa

preferivel. O teor esta mais preferivelmente em um faixa de 0,5% em peso a
5% em peso.

Um iniciador de fotopolimerizagdo de tipo degradagdo e um
iniciador de fotopolimerizagiio de tipo abstragdo de hidrogénio podem ser
usados simultaneamente. A quantidade de iniciador de fotopolimerizagdo de
tipo abstragdo de hidrogénio na composicdo de resina fotossensivel &
preferivelmente ndo maior do que 1,0% em peso devido a uma alta
reprodutibilidade de imagem e resisténcia ao desgaste de uma placa de
impressdo. A quantidade mais preferivelmente nfo é maior do que 0,5% em
peso.

O composto organossilicio (d), que é essencial na presente

inveng#o, inclui éleos de silicone contendo uma unidade siloxano (a seguir,
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simplesmente referido como 6leo de silicone) e agentes de copulagdo de
siiano, compostos silano, borrachas de silicone e resinas de silicone. Acima de
tudo, os 6leos de silicone sio preferiveis em vista de que a transparéncia da
composi¢do de resina fotossensivel e a resisténcia ao escoamento a frio da
estrutura de resina fotossensivel podem ser obtidas em um modo equilibrado.
A estrutura molecular nfo € especialmente limitada, mas
compostos preferiveis podem incluir os tendo polialquilsiloxano, como
polidimetilsiloxano e poliedietilsiloxano, em sua cadeia principal. Compostos
tendo uma estrutura de polissiloxano em uma parte de sua molécula podem
ser usados. Além disso, compostos em que um grupo organico especifico é
introduzido na estrutura de polissiloxano podem ser usados. Especificamente
sdo utilizaveis os compostos em que grupos organicos sdo introduzidos nas
cadeias laterais de polissiloxano, compostos em que grupos organicos sdo
introduzidos em ambos as extremidades de polissiloxano, compostos em que

um grupo organico € introduzido em uma extremidade de polissiloxano,

compostos em que grupos organicos sdo introduzidos tanto nas cadeias

laterais como nas extremidades de polissiloxano, e semelhantes.

Exemplos especificos de grupos organicos introduzidos nas
estruturas de polissiloxano podem incluir um grupo amino, um grupo
carboxila, um grupo carbinol, um grupo arila, um grupo alquila, um grupo
alcoxicrbonila, um grupo alcéxi, um grupo alquila linear ou ramificado
substitul'do‘com pelo menos um grupo arila e um grupo polioxialquileno.

Dentre estes, grupos orginicos contendo pelo menos um grupo
amino ou um grupo arila sdo preferiveis em vista de uma alta transparéncia e
reprodutibilidade de imagem da composi¢do de resina fotossensivel.

O grupo amino pode incluir um grupo monoamino primdrio a
terciario ou grupo diamino. O grupo arila pode incluir um grupo fenila, um

grupo tolila, um grupo xilila, um grupo bifenila, um grupo naftila, um grupo
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antrila, um grupo pirenila e um grupo fenantrila. Um grupo alquila linear ou
ramificado substituido com, por exemplo, um grupo arila como um grupo
metilestirila ou um grupo estirila é preferivel. Além disso, um grupo organico
em que um atomo de hidrogénio ligado a um carbono aromético de um grupo
arila é substituido com ou outro grupo funcional pode ser usado. Além disso,
um grupo organico em que uma parte de ou o total de dtomos de hidrogénio
ligados aos grupos orgénicos & substituida com atomos de halogénio como
atomos de fluor, d4tomos de cloro e 4tomos de bromo pode ser usado.

Acima de todos, um grupo organico contendo um grupo amino
ou um grupo aralquila em que pelo menos um atomo de hidrogénio de um
grupo alquila € substituido com um grupo arila é mais preferivel. Dentre os
grupos aralquila, grupos aralquila tendo um 4tomo de hidrogénio ligado a um
atomo de carbono em que um grupo fenila estd diretamente ligado, isto é,
grupos aralquila como metilestirila tendo um &tomo de hidrogénio, abreviado
como hidrogénio na posigdo o) ligado ao carbono na posi¢io o de um
composto de cadeia reta sfio especialmente preferiveis em vista de um efeito
marcante na prevengdo de borrdes na superficie da placa de impressdo da
placa de impressio.

Além disso, dleos de silicone tendo um grupo amino como o
grupo orgénico sdo mais preferiveis devido a alta resisténcia ao escoamento a
frio da estrutura de resina fotossensivel e um efeito duradouro da prevengdo
de borrbes na superficie da placa de impressdo da placa de impressdo. Dentre
estes, 0 grupo organico preferivel contém uma amina alifatica e o grupo
amino preferivelmente tem um peso equivalente de amino (g/mol) em um
6leo de silicone em uma faixa de 300 g/mol a 1.000 g/mol devido a uma alta
reprodutibilidade de imagem da placa de impressdo. O peso equivalente do
grupo amino esta mais preferivelfnente em uma faixa de 350 g/mol a 800

g/mol. Oleos de silicone tendo polissiloxano como um esqueleto principal e
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pelo menos um grupo amino no término sdo mais preferiveis.

O peso equivalente do grupo amino pode ser calculado de acordo
com o seguinte método. Primeiro, cerca de 1 g de um 6leo de silicone
contendo uma amina alifatica ¢ pesado em um frasco Mayer limpo (volume:
200 ml); e 50 ml de uma solugdo misturada de dlcool isopropilico e xileno em
1:1 sdo adicionados ao mesmo. A mistura é totalmente agitada, e depois, a
solugdo € medida usando uma solugdio aquosa de 4cido 0,1-N cloridrico por
um titulador automatico. O peso equivalente do grupo amino é calculado pela
seguinte equagdo a partir do valor de medig3o.

. Peso equivalente do grupo amino = (quantidade de amostra (g)) x
10.000)/(quantidade de titulagdo de 4cido cloridrico (ml) x titulo)

A estrutura e composi¢fo de polissiloxano podem ser medidas
por 1H-RMN ou 29Si-RMN. A condi¢do de medigio de 1H-RMN ¢ a
seguinte. JINM-LA400 (marca registrada, produzido por JEOL Ltd.) foi usado
como um instrumento de medi¢do d 1H-RMN; cloroférmio deuterado como
um solvente; concentragdo de amostra 50 mg/ml; a freqiiéncia de observagdo
400 MHz; o deslocamento quimico foi baseado em TMS (tetrametilsilano); o
retardo de pulso foi 2.904 s; o numero de vezes de varredura foi 64; a
amplitﬁde do pulso foi 45°; e a temperatura de medigdo foi 26°C.

A condigéo de 29Si-RMN é como a seguir. JNM-LA400 (marca
registrada, produzido por JEOL Ltd.) foi usado como um instrumento de
medigdo de 29Si-RMN; o nticleo observado foi 29Si; a fregiiéncia observada
foi 79,4 MHz; a amplitude de pulso foi 45° e os tempos de integragdo foram
6.000. Tris-(2,4—pentanodionato) cromo (III)) foi usado como um reagente de
relaxamento.

Os dleos de silicone comerciais comumente disponiveis podem
incluir, por exemplo, varios tipos de 6leos de silicone substituidos por grupos

organicos produzidos por Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Wacker Asahikasei
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Silicone Co., Ltd., GE Toshiba Silicones Co., Ltd., e Dow Corning Toray
Silicone, Inc.

O peso molecular médio numérico do composto organossilicio
(d) € preferivelmente ndo maior do que 15.000 devido 4 alta transparéncia da
composi¢do de resina fotossensivel e a alta reprodutibilidade de imagem da
placa de impressdo. O peso molecular é mais preferivelmente nio maior do
que 10.000, ainda mais preferivelmente 3.000.

O teor de composto organossilicio (d) na composi¢io de resina
fotossensivel de acordo com a presente invengio é preferivelmente nio maior
do que 1,0% em peso com base em 100% em peso da soma dos componentes
(a), (b); ©) .e (d) na composi¢do de resina fotossensivel de acordo com a
presente invengfo devido & alta transparéncia da composicdo de resina
fotossensivel e & alta reprodutibilidade de imagem da placa de impressdo. Por
outro lado, o teor € preferivelmente nio menor do que 0,05% em peso devido

ao efeito acentuado de prevengdo de borrdes na superficie da placa de

impressdo da placa de impressdo. O teor é mais preferivelmente de 0,1% em

peso a 0,8% em peso, ainda mais preferivelmente em uma faixa de 0,15% em
peso a 0,6% em peso.

1 O composto organossilicio (d) da presente invencdo é utilizavel
na estrutura de resina fotossensivel tendo uma camada de blindagem de raios
ultravioleta. Uma vez que a estrutura de resina fotossensivel tendo uma
camada de blindagem contra raios ultravioleta é muito suscetivel a inibi¢do de
oXigénio em um processo de exposigdo de um componente da resina diferente
da estrutura de resina fotossensivel geral usando um filme negativo, a cura da
superficie da placa de impressdo pode se tornar incompleta. Por outro lado, na
composi¢do de resina fotossensivel contendo um composto organossilicio,
uma vez que os componentes repelentes a tinta sdo facilmente removidos na

revelagdo, a composigdo tem um efeito notével de prevencdo de borrdes na
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superficie da placa de impress&o da placa de impressdo, o que pode resolver
assim o problema acima mencionado.

Podem ser adicionados 4 composi¢do de resina fotossensivel de
acordo com a presente invengdo, além dos componentes essenciais acima
mencionados, vérios tipos de aditivos auxiliares, como plastificantes,
inibidores de pdlimerizac;ﬁo térmica, absorventes de ultravioleta, agentes de
prevengdo de formagdo de halo, estabilizadores de luz e etiquetas
luminescentes de luz (substancias excitadas por uma fonte de energia externa
e emitindo a energia obtida em uma forma de luz e/ou radiacdo).

Os plastificantes podem incluir éleos hidrocarbonetos como
Oleos de naftaleno e 6leos de parafina; borrachas de dieno conjugado tendo
dieno liquido como o componente principal, como copolimeros de nitrila-
butadieno acrilicos liquidos e copolimeros de estireno-butadieno liquidos; e
poliestirenos tendo um peso molecular médio numérico de ndo maior do que

2.000, éster de acido sebacico e éster ftalico. Um grupo de reagdo

~ fotopolimerizavel pode ser conferido a estes plastificantes.

Acima de todos, as borrachas de dieno conjugado tendo uma
viscosidade de ndo maior do que 2.000 Pa.s a 30°C, a saber, tendo um dieno
liquido como um componente principal, s3o preferiveis tendo em vista a alta
flexibilidade e a alta reprodutibilidade de imagem da placa de impressdo. A
viscosidade pode ser medida de acordo com JIS K7117.

Como os dienos, isopreno e/ou butadieno ¢ (s&o) preferivel (veis)
devido a sua facil disponibilidade, e butadieno ¢ mais preferivel devido a
proporcionar uma alta resisténcia ao lascamento. As borrachas de dieno tendo
uma viscosidade de no maior do que 2.000 Pa.s a 30°C e um dieno liquido
como um componente principal podem ser usadas simultaneamente em dois
ou mais do mesmo.

O teor de vinila com base na quantidade total de dieno contido
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em pelo menos uma borracha de dieno conjugado tendo uma viscosidade de
ndo maior do que 2.000 Pa.s a 30°C ¢é preferivelmente ndo menor do que 40
mols% devido a prover uma alta reprodutibilidade de imagem de excelente
qualidade e a alta resisténcia ao lascamento. O teor é mais preferivelmente
ndo menor do que 60 mols%, ainda mais preferivelmente nio menor do que
80 mols%. O tedr de vinila no dieno conjugado tendo uma viscosidade de nao
maior do que 2.000 Pa.s a 30°C pode ser medido por 1H-RMN (espectro de
ressonéncia magnética nuclear) descrito acima.

O teor de vinila com base na quantidade total de dieno na
borracha de dieno conjugado tendo uma viscosidade ndo maior do que 2.000
Pa.s a 30°C ¢ preferivelmente nio menor do que 40 mols% devido & alta
reprodutibilidade de imagem de excelente qualidade, & alta resisténcia ao
lascamento de partes convexas da placa de impressdo e a alta resisténcia da
tinta. O teor € mais preferivelmente ndo menor do que 60 mols%, ainda mais
preferivelmente ndo menor do que 70 mols%.

Um peso molecular médib numerico menor (Mn) da borracha de
dieno conjugado € mais preferivel em vista da capacidade de manuseio e da
compatibilidade com a composi¢do de resina fotossensivel. Por outro lado,
um peso mais elevado € mais preferivel devido & alta resisténcia ao
lascamento. O peso molecular est4 preferivelmente em uma faixa de 1.000 a
50.000, mais preferivelmente de 2.000 a 30.000, ainda mais preferivelmente
de 3.000 a 20.000.

O peso molecular médio numérico (Mn) na presente invengo é
um peso molecular em termos de poliestireno medido por cromatografia de
permeacdo de gel (GPC). A medida ¢ feita com LC-10 (marca registrada,
preparado por Shimadzu Corp.) como o instrumento de medi¢do e duas
colunas de TSKgelGMHXL (4,6 mmIDx30 c¢m) como a coluna, em uma

temperatura de 40°C, e usando tetrahidrofurano (1,0 ml/min) como o solvente.
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A seguir, um método para confeccionar uma estrutura usando a
composi¢do de resina fotossensivel para a impressdo flexografica de acordo
com a presente invengdo sera descﬁto.

A estrutura de resina fotossensivel para impressio flexografica
tem geralmente uma camada de suporte, e peld menos uma camada de uma
camada de resina fotossensivel sobre a mesma, e como requerido, uma
camada de prote¢do, uma camada de blindagem contra raios ultravioleta que
pode ser cortada com um laser infravermelho, ou semelhantes sobre a mesma.

O suporte pode incluir, por exemplo, filmes de polipropileno,
ﬁlmes de polietileno, filmes de poliéster como tereftalato de polietileno e
naftalato de polietileno, e filmes de poliamida. Filmes de poliéster estaveis em
tamanho tendo uma espessura em uma faixa de 75 a 300 pm séo preferiveis.
Uma camada adesiva é preferivelmente colocada sobre o suporte. A camada
adesiva pode incluir, por exemplo, composi¢des tendo um polimero

aglutinante como um elastomero termoplastico, e um componente ativo do

adesivo como um composto isocianato ou um composto insaturado etilénico.

A camada adesiva, virios tipos de aditivos auxiliares podem ser ainda
adicionados, como plastificantes, inibidores de polimerizagdo térmicos,
absorventes de raios ultravioleta, agentes de prevengio de formagédo de halo,

estabilizadores & luz, iniciadores de fotopolimerizagdo, monémeros

- fotopolimerizéveis e corantes. Para proporcionar uma for¢ca mais adesiva entre

a camada adesiva e o suporte, pelo menos uma camada de uma camada
subjacente ¢ mais preferivelmente provida.

Porque a composigdo de resina fotossensivel tem geralmente
pegajosidade, uma camada de protegdo solivel em solvente pode ser colocada
sobre a éuperficie da camada de resina para melhorar a capacidade de contato
com um filme negativo superposto‘ sobre a composigio na estrutura da placa,

ou para possibilitar a re-utilizagdio do filme negativo. A camada de protegédo
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deve, por exemplo, ser composta de uma substincia solivel em um solvente
usado como um liquido de lavagem, ser fina, e ter uma flexibilidade. Os
exemplos podem incluir um 1,2-polibutadieno cristalino, uma poliamida
soluvel, um acetato de polivinila parcialmente saponificado e um éster de
celulose. Acima de tudo, a poliamida solivel ¢ preferivel. Estas substancias
podem ser dissolvidas em um solvente apropriado e revestidas diretamente
sobre a superficie da camada de resina fotossensivel, ou podem ser uma vez
revestidas sobre um filme, como um filme de poliéster ou de polipropileno, e
laminadas e transferidas juntas com o filme sobre a camada de resina
fotossensivel.

| Ao fazer esta camada de protegdo de uma camada de blindagem |
contra raios ultravioleta contendo uma substincia sensivel aos raios
infravermelho e cortando diretamente a camada por um laser de raios
infravermelho (a seguir referido como extragio a laser), a camada

propriamente dita pode ser usada como um negativo. Em qualquer caso,

quando as partes ndo expostas sdo lavadas apds o término da exposigio, a

camada de protegdo é simultaneamente removida. A camada de blihdagem '
contra raios ultravioleta compreende um polimero aglutinante, uma substancia
sensivel a raios infravermelho € uma substancia de blindagem de radiagfio ndo
infravermelho. O polimero aglutinante pode incluir, por exemplo, poliamidas,
poliésteres e copolimeros compostos de um hidrocarboneto aromatico
substituido com monovinila e um dieno conjugado. Acima de tudo,
copolimeros compostos de um hidrocarboneto aromatico substituido com
monovinila como estireno, o-metilestireno ou viniltolueno e um dieno
conjugado como 1,3-butadieno ou isopreno séo preferiveis. No caso em que
uma camada de blindagem a radiag@o ndo infravermelho é constituida usando
um polimero aglutinante, a camada tem uma alta afinidade com a composigao

de resina fotossensivel e uma adesividade favoravel.
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No caso de se usar poliéster como o polimero aglutinante, o peso
molecular médio numérico do mesmo ¢é preferivelmente nfo menor do que
300 e ndo maior do que 10.000.

Exemplos de poliésteres especialmente preferiveis podem incluir
os sintetizados a partir de um alcano diol e 4cido adipico, os sintetizados de
um alcano diol e 4cido ftalico, policaprolactonas e combinagbes de dois ou
mais destes poliésteres. O poliéster pode conter vérios grupos funcionais
COmoO um grupo amino, um grupo nitro, um grupo acido sulfénico e um
halogénio em uma faixa para no danificar a compatibilidade com o polimero
aglutinante.

Para a substancia sensivel a raios infravermelho, uma substincia
Unica ou um composto tendo uma forte absorgdo em uma faixa de 750 a 2.000
nm é comumente usado. Um exemplo pode incluir pigmentos inorgénicos
como negrb de fumo, grafite, cobre, cromita e 6xido de. cromo, € corantes

como compostos de poliftalocianina, corantes de cianina e corantes de tiolato

‘metal. Estas substincias sensiveis aos raios infravermelho sdo adicionadas em

uma faixa para conferir a sensibilidade capaz de cortar a camada de protegio
com um feixe de laser. A adigdo de 10 a 80% em peso é geralmente efetiva. |
Para a substincia de blindagem de uma radiagdo nfo infravermelho, uma
substancia que reflete ou absorve a radiago tal como faios ultravioleta pode
ser usada. Absorventes de radia¢do como raios ultravioleta podem ser usados.
Absorventes de radiagdo como raios ultravioleta, negro de fumo e grafite sdo
exemplos preferiveis e a quantidade da adi¢do € configurada de modo a obter
uma densidade Optica predeterminada. A adigdo é geralmente necésséria de
modo que a densidade 6ptica ndo seja menor do que 2, preferivelmente nio
menor do que 3.

Um laser de raios infravermelho de 750 a 2.000 nm em

comprimento de onda pode ser usado. Este tipo de laser de raios
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infravermelho geralmente pode incluir um laser semicondutor de 750 a 880
nm e um laser Nd-YAG de 1.060 nm.

A estrutura de resina para a placa de impressdo flexografica de
acordo com a presente invengdo pode ser preparada por qualquer um de varios
métodos. Por exemplo, existem os seguintes métcdos. Um método pode
envolver a dissolugdo ¢ a misturagdo de matérias primas da composicio de
resina fotossensivel em um solvente apropriado como cloroférmio,
tetracloroetileno, metil etil cetona ou tolueno, moldagem da solu¢do em um
molde e evaporagdo do solvente para produzir uma estrutura semelhante a
placa. Um método pode envolver, sem usar qualquer solvente, amassar a
mistura em um amassador, moinho de rolo ou extrusora de parafuso, € entdo
moldar a mesma em uma espessura predeterminada por um rolo de calandra
ou prensa. No entanto, a presente inven¢o ndo ¢ limitada a estes métodos de
preparagao.

Para dispor a camada de protegdo ou a camada de blindagem
contra raios ultravioleta sobre a superficie da camada de resina fotossensivel,
matérias primas da mesma podem ser dissolvidas ou dispersadas em um
solvente apropriado com agitagdo forcada por pas de agitagdo ou agitagéo

ultra-sbnica, ou as matérias primas sdo pré-amassadas usando uma extrusora

‘ou amassador e entfo dispersadas ou dissolvidas em um solvente apropriado, €

a dispersao ou solugio pode ser revestida diretamente sobre a camada de
resina fotossensivel. Além disso, uma folha de cobertura composta de
poliéster, polipropileno ou outros pode ser colocada sobre a camada de
protegio ou camada de blindagem contra raios ultravioleta. Alternativamente,
uma solugdo para a camada de protegdo ou a camada de blindagem contra
raios ultravioleta ¢ revestida sobre a folha de cobertura para fazer um filme de
protegio, e entdo o filme de protecdo pode ser laminado ou prensado sobre a

camada fotossensivel para transferir o filme de proteggo.
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O filme de protegdo e o suporte sdo tipicamente colados na
composigdo de resina fotossensivel por laminag&do com rolo apés uma folha
da composi¢do de resina fotossensivel ser moldada, e prensados por calor
ap6s a laminagéo, provendo assim uma camada de resina fotossensivel com
uma maior precisio de espessura.

Para fazer a placa de impressdo flexografica a partir da estrutura
de resina fotossensivel para a placa de impressdo flexografica, o seguinte
método € geralmente empregado. Primeiramente, a superficie completa da
estrutura € submetida a exposi¢do de raios ultravioleta através do suporte da
estrutura (retroexposi¢do), e a composi¢do de resina fotossensivel é curada
para fazer uma camada curada fina uniforme. Entfo, um filme negativo é
depositado sobre a camada de composicio de resina fotossensivel; e a
superficie da camada de resina fotossensivel é submetida a exposigdo de
imagem (exposigdo de relevo) através do filme negativo depositado sobre a

camada da composi¢do de resina fotossensivel, ou diretamente de cima de

‘uma camada de blindagem contra raios ultravioleta apds a camada de

blindagem colocada sobre a composigdo de resina fotossensivel ser submetida
a extragdo por laser. Entdo, as partes ndo expostas sdo lavadas com um
solvente de revelagdo, ou as partes ndo expostas aquecidas de 40°C a 200°C
sdo colocadas em contato com uma camada absorvente capaz de absorver as
partes ndo expostas e a camada absorvente ¢ removida para remover as partes
ndo expostas. A seguir, a camada de resina fotossensivel é submetida a pos-
exposi¢do para fabricar a placa de impressdo flexografica.

Qualquer uma dentre a exposigdo (exposigdo de relevo) a partir
do lado do filme negativo ou lado da camada de blindagem contra raios
ultravioleta e a exposicdo do lado do suporte (retroexposigio) pode ser
realizada em primeiro lugar, ou ambas podem ser realizadas simultaneamente.

As fontes de luz da exposi¢do podem incluir uma ldmpada de mercirio de alta
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pressdo, uma lampada fluorescente ultravioleta, uma ldmpada de arco de
carbono e uma lampada de xendnio.

Os solventes de revelagdo usados para revelar as partes nio
expostas com um solvente podem incluir ésteres como acetato de heptila e
acetato de 3-metoxibutila; hidrocarbonetos como fragdes de petréleo, tolueno
e decalina; misturas de um solvente organico baseado em cloro como
tetracloroetileno com alcoois como propanol, butanol e pentanol. A lavagem
das partes ndo expostas ¢ realizada usando injegdio a partir de um bico ou
escovagdo por uma escova.

A camada de absorgdo da revelagdo térmica pode incluir
materiais ndo tecidos, cargas de papel, tecidos fibrosos, espumas de células
abertas e materiais porosos. Exemplos preferiveis de camadas de absorgéo
podem incluir materiais ndo tecidos compostos de nailon, poliéster,
polipropileno e polietileno, € combinag¢des destes materiais ndo tecidos. Os

exemplos especialmente preferiveis de camada de absorgdo podem incluir

trama continua ndo tecida de nailon ou poliéster.

A poés-exposicdo geralmente usa um método em que luz de ndo
mais do que 300 nm em comprimento de onda ¢ irradiada a superficie. Como
requerido, luz de mais do que 300 nm também pode ser simultaneamente
usada.

A placa de impressdo flexografica é colocada em contato com
um material a ser impresso em uma maquina de impresso durante impressio,
e uma placa de impressdo demasiado flexivel ndo pode fornecer um material
impresso com excelente qualidade devido a deformagdo por compressio; e
uma placa demasiado dura ndo pode fornecer um material impresso tendo
uma superficie solida uniforme; conseqiientemente, a dureza Shore A da placa
de impressdo de 3 mm de espessura esta preferivelmente em uma faixa de 50°

a 68°. Esta dureza pode ser obtida, por exemplo, por ajuste das quantidades de
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um copolimero em bloco (a), um mondmero fotopolimerizavel (b) e, quando
requerido, um plastificante e outros.

A composigdo de resina de acordo com a presente invengio é
utilizavel para tanto para a revelagdo por solvente como a revelagdo térmica,
mas ¢ apropriadamente utilizavel para a revelagdo por solvente especialmente
em vista da alta reprodutibilidade de imagem da placa de impress3o.

Exemplos

~ A seguir, a presente invengdo sera descrita mais especificamente
por meio de exemplos e exemplos comparativos, mas o escopo da presente
invengdo néo esta limitado a estes exemplos.

(1) Fabricag@o de um copolimero em bloco (a)

O interior de um vaso reator feito de aco inoxidavel 10-L com
uma camisa e um agitador foi substituido totalmente por nitrogénio; a seguir,
7.000 cm’ de ciclohexano, 1 g de tetrahidrofurano, 3,5 g de N,N,N’,N’-

tetrametiletilenodiamina e 170 g de estireno foram carregados ao mesmo.

Agua quente foi passada através da camisa e a temperatura dos contetidos foi

fixada a cerca de 70°C. Depois, a solugdo de n-butil litio ciclohexano (1,15 g
liquido) foi adicionada e a polimerizagio de estireno foi iniciada. Apds
estireno estar completamente polimerizado, 830 g de butadieno (1,3-
butadieno) foram adicionados 2 mesma e a polimerizagio continuou. A 4 min
apos a polimerizagdo de butadieno estar completamente acabada, 0,83 g de
fetrametoxissilano foi adicionado para a reagdo de copulagio. Uma parte da
solugdo de copolimero em bloco obtida foi amostrada e depois o solvente foi
removido por aquecimento. O polimero tinha um teor de estireno de 17% em
peso, e um teor de 1,2-vinila no bloco polimérico de butadieno de 55 mols%.
O peso molecular médio numérico foi 240.000. O teor de estireno foi medido
usando espectroscopia de ultravioleta (UV). O teor de vinila foi medido

durante espectroscopia de infravermelho (IR) e calculado pelo método de
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Hampton. O peso molecular médio numérico foi um peso molecular em
teﬁnos de poliestireno medido por cromatografia de permeagio de gel (GPC).
A medig¢do foi realizada usando LC-10 (marca registrada, produzido por
Shimadzu Corp.) como o instrumento de medigio, duas colunas de
TSKgel GMHXL (4,6 mmIDx30 cm) como a coluna e tetrahidrofurano (1,0
ml/min) como o solvente, e em uma temperatura de estufa de 40°C.

A seguir, usando a solugdo de copolimero em bloco da qual o
solvente foi removido, a hidrogenagdo foi realizada em uma temperatura de
70cC com cloreto de bis(ciclopentadienil)titinio e n-butil litio como
catalisadores de hidrogenago. A taxa de hidrogenagdo foi controlada por
medida de uma quantidade de gas hidrogénio fornecida por um medidor de
fluxo e interrompendo o fornecimento de gis no momento da obten¢do da
taxa de hidrogenagdo alvo. Depois, 10 g de 4gua foram adicionados e a
mistura agitada, e entdo, 3,0 g de propionato de n-octadecil-3-(3°,5’-di-terc-

butil-4’-hidroxifenila) e 1,5 g de 2,4-bis(n-octiltiometil)-O-cresol foram

adicionados. A solugdo obtida foi submetida & extragdo com vapor para

remover o solvente para, assim, obter fragmentos hidratados. Sucessivamente,
0 fragfnento hidratado foi desidratado e secado por um rolo quente para assim
obter uma amostra de um copolimero em bloco contendo 45 mols% de uma
unidade 1,4-butadieno, 35 mols% do teor de 1,2-vinila e 20 mols% de uma
unidade butileno no bloco polimérico de butadieno. Esta amostra foi referida
como amostra (a). A ‘taxa de hidrogenagdo foi confirmada usando um
aparelho de ressonincia magnética de nicleo (RMN).

(2) Compostos organossilicio (d)

Para os exemplos 1 a 9, os seguintes sete tipos de Oleos de
silicone foram usados.

KF-8010 (marca registrada, produzido por Shin-Etsu Chemical

Co., peso molecular médio numérico: ndo maior do que 1.000, equivalente do
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grupo amino: 450 g/mol; e grupos orgénicos tendo um grupo amino sio
introduzidos em ambas as extremidades de um polissiloxano.)

X-22-161B (marca registrada, produzido por Shin-Etsu Chemical
Co., peso molecular médio numérico: 3.000, equivalente do grupo amino:
1.500 g/mol, e grupos orgénicos tendo um grupo amino sdo introduzidos em
ambas as extremidades de um polissiloxano.)

JF-410 (marca registrada, produzido por Shin-Etsu Chemical
Co., Ltd., peso molecular médio numérico: 8.000, e grupos orgénicos tendo
um grupo metilestirila s3o introduzidos nas cadeias laterais de um
polissiloxano)

SH-710 (marca registrada, produzido por Dow Corning Toray
Silicone Co., Ltd., peso molecular médio numérico: 1.000, e grupos fenila sdo
introduzidos nas cadeias laterais de um polissiloxano.)

X-22-4272 (marca registrada, produzido por Shin-Etsu Chemical
Co., Ltd,, peso molecular médio numérico: 2.240, e grupos éter sdo
introduzidos em ambas as extremidades de um polissiloxano.)

| X-22-3710 (marca registrada, produzido por Shin-Etsu Chemical

Co., Ltd., peso molecular médio numérico: 1.450, e grupos carboxila sio
introduzidos nos extremidades de um polissiloxano.)

KF-96-100CS (marca registrada, produzido por Shin-Etsu
Chemical Co., Ltd, peso molecular médio numérico: 3.130, e
dimetilpolissiloxano ndo modificado)

(3) Fabricagdo de composi¢cdes de resina fotossensivel e
estruturas de resina fotossensivel

As composi¢des de resina fotossensivel foram obtidas carregando
matérias primas, de modo a produzir as composi¢Ses mostradas nos exemplos
I a9 e exemplos comparativos 1 a 3, em um amassador cuja atmosfera

interior foi substituida por nitrogénio, e misturando cada mistura a 140°C
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durante 40 min.

Uma solug8o para uma camada adesiva a ser revestida sobre um
suporte foi preparada como uma solugdo de 25% em teor sélidos dissolvendo,
em tolueno, 55 partes em massa de Tufprene 912, que é um copolimero em
bloco de estireno e 1,3-butadieno, (marca registrada, produzido por Asahi
Kasei Chemicals Cor.), 38 partes em massa de um 6leo de parafina (seu
numero de carbono médio: 33, seu peso molecular médio: 470, sua densidade
a 15°C: 0,868), 2,5 partes em massa de diacrilato de 1,9-nonanodiol, 1,5
partes em massa de 2,2-dimet6xi-fenilacetofenona, 3 partes em massa de
Epoxy Ester 3000M (marca registrada, produzido por Kyoueisha Chemical
Co., Ltd.), e 1,5 partes em massa de VALIFAST YELLOW 3150 (marca
registrada, produzido por Orient Chemical Industries, Ltd.), em proporgdo. A
seguir, a solugdo € aplicada sobre uma superficie de um filme de poliéster de
100 um de espessura usando um revestidor de faca de modo a ter uma

transmitincia de raios ultravioleta de 10%, e secada a 80°C durante 1 min

‘para assim obter um suporte tendo uma camada adesiva. A transmitincia de

UV do suporte foi obtida usando uma maquina de exposicdo a raios
ultravioleta AFP-1500 (marca registrada, produzida por Asahi Kasei
Chemicals Corp.) e fnedindo a intensidade de transmissdo por um
luminémetro UV  MO-2 (marca registrada, produzido por ORC
Manufacturing Co., Ltd., usando filtro UV-35), e calculando a transmitancia.
Agora, um método de fabricagdo de um filme de protegdo serd
descrito. 65% em peso de Asaflex 810, que é um copolimero em bloco de
estireno e 1,3-butadieno (marca registrada, produzido por Asahi Kasei
Chemicals Corp.) e 35% em peso de um negro de fumo como uma substincia
sensivel a raios infravermelho foram amassados por um amassador, e cortados
em grénulos; a seguir, 90 partes em massa do granulo e 10% em massa de

adipato de 1,6-hexanodiol foram dissolvidos em um solvente misturado de
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acetato de etila / acetato de butila / acetato de éter monometilico de propileno
glicol preparado em uma relagdo. em peso de 50/50/20 utilizando dispositivo
ultra-s6nico pafa assim preparar uma solu¢@o homogénea de 12% em peso de
teor sélidos. Entdo, a solu¢do foi aplicada sobre um filme de poliéster
servindo como uma folha de cobertura de 100 um de espessura usando um
revestidor de faca de modo que a quantidade revestida apds secagem foi 4 a 5
g/m’, e secada a 80°C durante 1 min para assim obter um filme de protegio
tendo uma camada de blindagem contra raios ultravioleta capaz de ser
removida por ablagdo com raios infravermelho. A densidade éptica do filme
de prote¢do foi medida por DM-500 (marca registrada, produzido por
Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd.), indo de 3 a 4. A composi¢do de resina
fotossensivel foi interposta e laminada entre a superficie do suporte obtido,
sobre a qual o adesivo foi revestido, e a superficie do filme de protegdo, sobre
a qual a camada de blindagem contra raios ultravioleta foi revestida, depois

prensada, usando um espagador de 3 mm, a 130°C durante 4 min, em uma

‘pressdo de 200 kg/cm® por uma prensa de aquecimento, e entdo resfriada para

assim obter uma estrutura de resina fotossensivel de 25 cm de comprimento x
25 cm de largura x 3 mm de espessura.

(4) Fabricagdo de uma placa de impressdo flexografica

A folha de cobertura da estrutura de resina fotossensivel obtida
em (3) foi destacada e carregada em um tambor em CDI-classic (marca
registrada, produzido por Esko-Graphics; laser Nd-YAG de 1.060 nm) com a
camada de blindagem contra raios ultravioleta sobre a camada de resina
fotossensivel sendo colocada na parte externa. A camada de blindagem contra
raios ultravioleta sobre a estrutura de resina fotossensivel foi submetida a
extracdo a laser em uma poténcia de laser de 20 W em uma freqiiéncia de
rotagdo de tambor de 1.600 rpm. O padrdo da extragio a laser usou uma

resolugéo de 2.800 dpi, um niimero de linhas de tela de 59 (linha/cm), meio-
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tons de 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 30%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 95% e
100% (a seguir referido como sélido), e linhas c6éncavas/ linhas convexas de
500 um de largura. A seguir, a estrutura de resina fotossensivel foi depositada
em um placa de vidro da méaquina de exposigdo AFP-1500 (marca registrada,
produzida por Asahi Kasei Chemicals Corp.) com uma camada de blindagem
contra raios ultravioleta extraida a laser dirigida voltada para cima; e usando
uma lampada fluorescente ultravioleta tendo um comprimento de onda central
de 370 nm, a superficie total foi submetida a exposi¢do em 300 a 600 mJ/cmz,
primeiro, do lado do suporte de modo que a profundidade de relevo dé placa
de impressio tornou-se de 0,6 mm. A seguir, a estrutura de resina
fotossensivel foi submetida & exposigio de relevo a 8.000 mJ/cm? da camada
de blindagem contra raios ultravioleta acima. A intensidade da exposi¢do
neste momento foi medida usando um luminémetro MO-2 de UV (produzido

por ORC Manufacturing Co., Ltd.) e um filtro UV-35; e a intensidade obtida

pela medigdo em uma placa de vidro de raios ultravioleta da lampada do lado

inferior, que esta no lado da retroexposigdo, foi 10,3 mW/cm? e a intensidade

obtida pela medi¢do de raios ultravioleta da lampada do lado superior, que
esta no lado da exposigao de relevo, foi 12,5 mW/cm?.

Entdo, a estrutura da placa foi colada sobre um cilindro da
maquina reveladora AFP-1500 (marca registrada, produzida por Asahi Kasei
Chemicals Corp.) com uma fita adesiva de lado duplo, e submetida a
revelagdo em uma temperatura do liquido de 25°C, durante 5 min, usando
acetato de 3-metoxibutila como um liquido revelador. Além disso, a estrutura
foi secada a 60°C durante 2 h. A seguir, a superficie da placa total foi
submetida a exposigdo como a péds-exposi¢do a 2.000 mJ/cm? usando uma
lampada germicida tendo um comprimento de onda central de 254 nm, e
sucessivamente submetida a exposig:éo como a pés-exposigdo a 1.000 mJ/cm?

usando uma ldmpada fluorescente ultravioleta para, assim, obter uma placa de
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impressdo flexografica. Aqui, a quantidade de pés-exposigio pela limpada
germicida foi calculada a partir da iluminancia medida usando um filtro UV-
25 do luminémero MO-2.

(5) Métodos de avaliagio

(5-1) Resisténcia ao escoamento a frio

A estrutura de resina fotossensivel de 3 mm de espessura obtida
em (3) foi cortada em 5 cm x 5 cm; a mudanga de espessura, apds o pedago
cortado ser deixado permanecer a 40°C durante 7 dias com a superficie total
do pedago cortado carregada com uma carga de 28 g/cm? foi medida. No
caso onde a taxa de reduggo de espessura da estrutura de resina fotossensivel
nesta medi¢do excedeu 3,0%, uma vez que a estrutura da placa as vezes
deformou quando a estrutura de resina fotossensivel foi armazenada ou
transportada, a estrutura de resina fotossensivel foi definida como fraca; no
caso de ndo menos do que 2,0% e menos do que 3,0%, a estrutura foi definida

com boa; e no caso de menos do que 2,0%, a estrutura foi mais favoravel e

‘definida como excelente.

5-2) Transparéncia da resina fotossensivel

O componente da resina fotossensivel obtida em (3) foi
interposto por filmes de poliéster de 100 pm, e submetido a uma pressio por
uma prensa a 200 kg/cm® a 130°C, durante 4 min, usando um espagador, para
assim obter uma estrutura de 3 mm de espessura. A turvagio da estrutura foi
medida usando medidor de turvagdo a luz visivel 1001DP (marca registrada,
produzido por Nippon Denshoku Industries Co., Ltd.). Uma turvagio menor &
preferivel para uma qualidade de impressdo excelente. Tornar a turvacdo ndo
maior do que 20% ¢ importante e qualquer estrutura excedendo 20% nio foi
avaliada por outros itens de avaliagfio e a estrutura nio foi empregada como
exemplos.

(5-3) Reprodutibilidade de imagem (profundidade da linha
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cdncava de 500 pum)

A placa de impressdo obtida em (4) foi medida para
profundidade das linhas concavas de 500 um de largura. Uma profundidade
mais profunda das linhas concavas é preferivel para manter excelente
qualidade de impressdo durante um longo tempo. A profundidade de ndo
menos do que 150 pum foi definida como aceitavel.

(5-4) Efeito da prevengdo de borrdes na superficie da placa de
impressdo da placa de impressdo

A placa de impresséo obtida em (4) foi avaliada para o efeito de
preven¢do de borrdes na superficie da placa de impressdo da placa de
impressdo pelos trés métodos seguintes.

(5-4-1) Angulo de contato de goticula d'dgua sobre a superficie
da placa de impressdo |

O angulo de contato de goticula d'agua sobre a superficie solida

obtida em (4) foi medido por um método de goticula usando um analisador de

interface liquido sdlido DropMaster 500 (marca registrada, produzido por

Kyowa Interface Science Co., Ltd.). A placa de impressio foi deixada
permanecer durante 1 dia em uma cdmara thermohygrostat ajustada a uma
temperatura de 23°C e uma umidade relativa de 50%. A seguir, usando
“FAMAS ver. 1.8.1” como um software de anélise, 4gua purificada como
uma soluc;éo: de sonda e uma agulha feita de ago inoxidavel 22G como uma
agulha, e sob as condigdes de um tempo de descarga de 200 ms e uma
voltagem de descarga de 4.000 mV, o angulo de contato a 15 s apds a agua
purificada contatada com a placa foi automaticamente medido. Um &ngulo de
contato mais alto indica uma repeléncia da tinta mais elevada.

(5-4-2) Angulo de contato de goticula d'agua da superficie da
placa de impresséo apds limpar cofn etanol

A seguinte medi¢o foi conduzida como um indice de



10

15

20

25

35

sustentabilidade da prevengéo de borrdes na superficie da placa de impressdo.
Primeiro, a placa de impressdo obtida em (4) foi colocada em uma cAmara
‘thermohygrostat' ajustada a uma temperatura de 23°C e uma umidade relativa
de 50%; e a superficie sélida foi esfregada a direita e esquerda durante 10 s
com um pano nio tecido impregnado com etanol. A 20 s apds terminar
esfregar, o dngulo de contato da superficie foi medido pelo mesmo método
como em 5-4-1.
(5-4-3) Efeito de prevengdo de borrdes na superficie da placa de
impressio
| O efeito de preven¢do de borrdes na superficie da placa de
impressdo devido a impressdo foi avaliado usando a placa de impressdo
obtida em (4). Process X Cyan (marca registrada, produzido por Toyo Ink
Mfg. Co., Ltd.) foi usado como uma tinta solvente; e um filme OPP foi usado
como um material a ser impresso. A impresséo foi realizada usando um rolo

Anilox de 800 Ipi (seu volume de células: 3,8 cm’/m?%) e 3M1020 (marca

‘registrada, produzido por Sumitomo 3M Ltd.) como uma fita de almofada, em

uma taxa de impressdo de 100 m/min para assim imprimir 3.000 m. Apés a
impressdo, pontos em um meio-tom a 3% e meio-tom a 30% e entre-pontos
(partes concavas) da parte meio-tom da placa de impressdo foram observados
com uma lupa. Como um resultado, uma placa em que a tinta foi aderida
somente sobre a camada superior do projegio de pontos foi definida como
excelente; uma placa em que a tinta escoou da parte central do ponto foi
definida como boa; e uma placa em que a tinta escoou para o fundo entre
pdntos foi definida como fraca.

[Exemplo 1]

Uma placa de impressdo flexografica foi obtida de acordo com
(3) e (4) descritos acima usando 70 partes em massa da‘amostra (a) obtida

acima como o copolimero em bloco (a), 6 partes em massa de diacrilato de
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1,9-nonanodiol e 3 partes em massa de dimetacrilato de 1,6-hexanodiol como
os mondmeros fotopolimerizaveis (b), 2,0 partes em massa de 2,2-dimetdxi-
fenilacetofenona como o iniciador de fotopolimerizagdo (c), 0,5 parte em
massa de KF-8010 como o composto organossilicio (d), 13,0 partes em massa
de uma borracha liquida de butadieno conjugado B-2000 (marca registrada,
produzida por Nippon Soda Co., Ltd., teor de vinila: 90 mols%, viscosidade a
30°C: 20 Pa.s) e uma borracha liquida de butadieno conjugado LIR305 (marca
registrada, produzida por Kuraray Co., Ltd., seu teor de vinila: 8 mols%, sua
viscosidade a 30°C: 40 Pa.s) como plastificantes, e 1,0 parte em massa de 2,6-
di-t-butil-p-cresol como um estabilizador.

[Exemplo 2]

Placa de impressdo flexogréfica foi obtida como no exemplo 1,
exceto por uso de X-22-161B como o composto organossilicio (d).

[Exemplo 3]

Uma placa de impressio flexografica foi obtida como no

'exémplo 1, exceto por uso de KF-410 como o composto organossilicio (d).

[Exemplo 4]

Uma placa de impressdo flexografica foi obtida como no
exemplo 1, exceto por uso de SH-710 como o composto organossilicio (d).

[Exemplo 5]

Uma placa de impressdo flexografica foi obtida como no
exemplo 1, exceto por uso de X-22-4272 como o composto organossilicio (d).

[Exemplo 6]

Uma placa de impressdo flexogrifica foi obtida como no
exemplo 1, exceto por uso de X-22-3710 como o composto organossilicio (d).

[Exemplo 7]

Placa de impressdo flexografica foi obtida como no exemplo 1,

exceto por uso de KF-96-100CS como o composto organossilicio (d).
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[Exemplo 8]

Uma placa de impressdo flexografica foi obtida como no
exemplo 1, exceto por uso de copolimero em bloco de estireno-butadieno-
estireno (a seguir referido como SBS), KX-405 (marca registrada, produzido
por KRATON), como o copolimero em bloco (a).

[Exemplo 9]

Uma placa de impressio flexografica foi obtida de acordo com
(e) € (4) descritos acima usando 87,5 partes em massa de um copolimero de
estireno-isopreno-estireno (a seguir SIS), D-1161 (marca registrada,
produzido por KRAYTON), como o copolimero em bloco (a), 6 partes em
massa de diacrilato de 1,9-nonanodiol e 3 partes em massa de dimetacrilato de
1,6-hexanodiol como os mondémeros fotopolimerizaveis (b), 2,0 partes em
massa de 2,2-dimetoxi-fenilacetofenona como o iniciador de polimerizacdo
(¢), 0,5 parte em massa de KF-8010 como o composto organossilicio (d), e
1,0 parte em massa de 2,6-di-t-butil-p-cresol como o estabilizador.

[Exemplo Comparativo 1]

Uma placa de impressdo flexografica foi obtida como no
exemplo 1, exceto por ndo se usar o composto organossilicio (d).

[Exemplo Comparativo 2]

Uma placa de impressio flexografica foi obtida como no
exemplo 8, exceto por ndo se usar o composto organossilicio (d).

[Exemplo Comparativo 3]

Uma placa de impresso flexografica foi obtida como no
exemplo 9, exceto por nfo se usar o composto organossilicio (d).

As placas de impressdo flexografica obtidas nos exemplos 1a9e
exemplos comparativos 1 a 3 nfo apresentaram rugas finas em suas
superficies e problemas com sua aparéncia. Quando as superficies das placas

de impressdo dos exemplos 1 a 9 foram esfregadas manualmente, elas
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provocaram uma sensa¢@o mais lisa € menos resistente do que as do exemplo
comparativo 1. A dureza Shore A das placas de impressdo obtidas nos
exemplos 1 a 9 foram medidas sob as seguintes condi¢es. As placas de
impressdo foram deixadas permanecer ‘durante 1 dia em uma cimara
'thermohygrostat’ de uma temperatura de 23°C e uma umidade relativa de
50%,; a seguir, as placas de impressio foram medidas usando um carregador
GS-710 de pressdo constante JIS (produzido por TECLOCK Corp., durémetro
GS-719G; ASTM D2240A, JIS K62253A, ISO 7619A) e um valor apds a
carga de 15 s (peso: 1 kg) sobre uma superficie sélida foi definido como
dureza SHORE A. Como um resultado, todas as durezas Shore A nio foram
ménores do que 50°e ndo excederam 68°.

Os resultados da avaliagdo das placas de impressdo flexografica
obtidas nos exemplos 1 a 9 e exemplos comparativos 1 a 3 sdo como
mostrados na tabela 1.

Verificou-se que o uso das composigdes de resina fotossensivel

obtidas nos exemplos possibilita atender a um efeito importante de prevenir

os borrdes na superficie da placa de impressdo das placas de impresso
enquanto mantendo a resisténcia ao escoamento a frio das estruturas de resina
fotossensivel, a transparéncia das composi¢des de resina fotossensivel e a
reprodutibilidade de imagem das placas de impressdo, que é o primeiro caso
para composi¢des de resina fotossensivel contendo um composto
organossilicio.

Acima de tudo, as placas de impressio dos exemplos usando
6leos de silicone contendo um grupo organico contendo um grupo amino ou
um grupo aralquila demonstraram um efeito acentuado de prevencdo dos
borrdes na superficie da placa de impressdo. Dentre estes, exemplo 1 usando
um Oleo de silicone contendo um grupo organico contendo um grupo amino

demonstrou um resultado abrangentemente mais favoravel.
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APLICABILIDADE INDUSTRIAL

A presente invengio ¢ utilizivel de modo adequado no campo de
composi¢des de resina fotossensivel para uso em placas de impressdo

flexografica.
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REIVINDICACOES

1. Composicdo de resina fotossensivel para uma placa de
impressdo flexografica de revelagdo por solvente ou de revelago térmica,

caracterizada pelo fato de compreender:

(a) um copolimero em bloco compreendendo um bloco
polimérico tendo um dieno conjugado como um componénte principal € um
bloco polimérico tendo um hidrocarboneto vinil aromético como um
componente principal,

(b) lim mondmero fotopolimerizavel;

(c) um iniciador de fotopolimerizagéo; e

(d) um composto organossilicio.

2. Composicdo de resina fotossensivel de acordo a reivindicaggo

1, caracterizada pelo fato de que o composto organossilicio (d) compreende

um oleo de silicone tendo uma unidade siloxano.

3. Composi¢do de resina fotossensivel de acordo com a

reivindicagdo 2, caracterizada pelo fato de que o composto organossilicio (d)

compreende um grupo amino ou um grupo arila.
4. Composi¢do de resina fotossensivel de acordo com a

reivindicagdo 2, caracterizada pelo fato de que o composto organossilicio (d)

compreende um grupo aralquila.
5. Composi¢do de resina fotossensivel de acordo com a

reivindicagdo 2, caracterizada pelo fato de que o composto organossilicio (d)

compreende um grupo amino.
6. Composi¢do de resina fotossensivel de acordo com a

reivindicagfo 5, caracterizada pelo fato de que o composto organossilicio (d)

tem um grupo amino equivalente de 300 g/mol a 1.000 g/mol.
7. Composi¢@o de resina fotossensivel de acordo com qualquer

uma das reivindicagdes 1 a 6, caracterizada pelo fato de que o copolimero em
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bloco (a) compreende um bloco polimérico tendo butadieno como um
componente principal e um bloco polimérico tendo um hidrocarboneto vinil
aromatico como um componente principal.

8. Composigdo de resina fotossensivel de acordo com qualquer

uma das reivindicagdes 1 a 6, caracterizada pelo fato de que a composi¢do de

resina fotossensivel tem um teor de composto organossilicio (d) em uma faixa
de 0,05% em peso a 1,0% em peso.
9. Composi¢do de resina fotossensivel para uma placa de

impressdo flexografica de revelagdo por solvente ou de revelagdo térmica de

acordo com qualquer uma das reivindica¢des 1 a 7, caracterizada pelo fato de
que a composigdo compreende 69 a 95% em peso do componente (@,1a
20% em peso do componente (b), 0,1 a 10% em peso do componente (c) e
0,05 a 1,0% em peso do componente (d) com base em 100% em peso de uma
soma dos componentes (a), (b), (c) e (d) na composigio.

10. Composigdo de resina fotossensivel de acordo com qualquer

uma das reivindicagdes 1 a 9, caracterizada pelo fato de que a composigdo de

resina fotossensivel tem um teor de vinila de nio menos do que 40 mols%
com base em uma quantidade total de uma borracha liquida de dieno
conjugado contida na composig#o.

11. Corhposig:éo de resina fotossensivel de acordo com qualquer

uma das reivindicagdes 1 a 9, caracterizada pelo fato de que a composigdo de

resina fotossensivel compreende uma borracha liquida de dieno conjugado e
em que pelo menos uma borracha liquida de dieno conjugado tem um teor de
vinila de ndo menos do que 40 mols%.

12. Composigdo de resina fotossensivel de acordo com qualquer

uma das reivindicagdes 1 a 11, caracterizada pelo fato de que o copolimero
em bloco (a) compreende uma unidade alquileno.

13. Composigéo de resina fotossensivel de acordo com qualquer
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uma das reivindicagdes 1 a 12, caracterizada pelo fato de que pelo menos um

copolimero em bloco (a) contido na composigdo de resina fotossensivel tem
um pelo molecular médio numérico de mais do que 200.000.
14. Composigéo de resina fotossensivel de acordo com qualquer

uma das reivindicagdes 1 a 13, caracterizada pelo fato de que pelo menos um

mondmero fotopolimerizavel (b) compreende 2 mols de um grupo metacrilato
por uma molécula e em que a composigéo de resina fotossensivel compreende
ndo menos do que 2,0% em peso do mondmero fotopolimerizavel (b).

15. Estrutura de resina fotossensivel para uma placa de impresséo

flexografica de revelagdo por solvente e revelagdo térmica, caracterizada pelo

fato de que estrutura compreende uma construgo laminada compreendendo:

um suporte; e

uma camada da composi¢do de resina fotossensivel, de acordo
com qualquer uma das reivindicagdes 1 a 14, moldada sobre uma superficie
do suporte.

16. Estrutura de resina fotossensivel para uma placa de impressio

de revelagdo por solvente e revelagdo térmica de acordo com a reivindicagdo

15, caracterizada pelo fato de que a estrutura compreende, sobre a camada da
composigﬁd de resina fotossensivel, uma camada de blindagem contra raios
ultravioleta que compreende uma substéncia sensivel a raios infravermelhos e
que € capaz de remover por ablagdo com um laser de infravermelho.

17. Placa de impressdo flexografica de revelagéo por solvente e

revelagdo térmica caracterizada pelo fato de ser obtida por um processo

usando a composi¢do ou a estrutura de acordo com qualquer uma das

reivindicagdes 1 a 16.
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RESUMO

"COMPOSICAO DE RESINA FOTOSSENSIVEL PARA UMA PLACA DE
IMPRESSAO  FLEXOGRAFICA, ESTRUTURA DE RESINA
FOTOSSENSIVEL, E, PLACA DE IMPRESSAO FLEXOGRAFICA DE
REVELAGCAO POR SOLVENTE OU DE REVELACAO TERMICA"

Prové-se uma composicéo de resina fotossensivel para uma placa
de impressdo flexografica de revelagdo por solvente ou de revelagdo térmica,
a composi¢do de resina fotossensivel compreendendo: (a) um copolimero em
bloco contendo um bloco polimérico tendo dieno conjugado como um
componente principal € um bloco polimérico tendo um hidrocarboneto vinil
aromatico como um componente principal; (b) um mondmero
fotopolimerizéavel; (c) um iniciador de fotopolimerizagio; e (d) um composto
organossilicio. Uma composi¢do de resina fotossensivel para impressdo em

que o composto organossilicio é um 6leo de silicone contendo um grupo

especifico € preferivel, e uma composi¢do de resina fotossensivel para

impressio em que o composto organossilicio € um 6leo de silicone contendo

um grupo amino ou um grupo arila é mais preferivel.
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